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(57) Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum
Lésen eines temporar auf einer ersten 22

o
Oberfliche (24u) einer Halbleiterscheibe . "LB in h-E
(24) befestigten Tragers (22) von der Halb- -
leiterscheibe (24), wobei zum zerstérungs- ’__M“"T“
freien Losen der Halbleiterscheibe (24) der 2 26 T
Tréger (22) auf einer durch einen Rahmen
(12) gehaltenen Folie (26) angeordnet wird.
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Vorrichtung zum Ldsen eines Tragers
von einer Halbleiterscheibe

Zusanmenfassung

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum L&sen eines
tempordr auf einer ersten Oberfliche einer Halbleiter-

scheibe befestigten Trigers von der Halbleiterscheibe.
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Vorrichtung zum L&sen eines Tragers
von einer Halbleiterscheibe

Beschreibung

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Ldsen eines
tempordr auf einer ersten Oberfliche einer Halbleiter-
scheibe befestigten Trigers von der Halbleiterscheibe.
Der Begriff Halbleitérscheibe umfasst erfindungsgemiB
alle Arten von Trégerplatten oder Substrat-Scheiben.

Insbesondere sehr diinne und/oder groBe Halbleiterscheiben
(Wafer) sind schwierig zu handhaben. Soll beispielsweise
ein Wafer mit einer Dicke < 100 pum hergestellt und/oder
bearbeitet werden, ist es bekannt, zunichst von einem
~Rohling"“ gréBerer Dicke (beispielsweise 600 pm) auszu-
gehen, und diesen anschlieBend wie folgt weiter zu behan-
deln (Figuren 5):




- Zundchst werden auf eine Oberfliche des Wafers elek-
trische/elektronische Strukturen S aufgebracht (Fig.
5a). '

- AnschliefBend wird auf diese Oberfliche eine Schutz-/
Klebeschicht K aufgebracht (sogenannter ,protective
resist“) (Fig. 5b).

- Im Weiteren wird ein sogenannter Trager C (carrier)
tlber die genannte Schutz-/Klebeschicht mit dem Wafer
verbunden (sogenannter bonding process) (Fig. 5c).

- Dabei kann der Trdger alternativ oder kumulativ mit
einer korrespondierenden Klebefldche F ausgebildet
sein. Der Trdger dient dazu, die so gebildete
Baueinheit aus Wafer und Trdger (sogenannter ,stack")
besser handhaben zu k&nnen.

- Der Wafer kann jetzt in seinem strukturfreien Bereich
auf die gewlinschte Enddicke abgearbeitet (reduziert)
werden, beispielsweise durch Schleifen, Atzen und/oder
Polieren (sogenanntes: Riickdiinnen) -Fig. 5d - . Dieses
Riickdiinnen erfolgt bis in den Bereich der zuvor
ausgebildeten Strukturen S.

- Im ndchsten Verfahrensschritt werden elektrische Ver-
bindungen E beziehungsweise weitere Strukturen auf die
jetzt freiliegende zweite Oberfliche des Wafers auf-
gebracht (Fig. 5e).
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Fir die weiteren Bearbeitungs-/Transportschritte ist es
notwendig, den Trager'wieder von der Halbleiterscheibe zu
l8sen. Dies ist deshalb auBerordentlich schwierig, weil
der auf beispielsweise < 100 pm in seiner Dicke redu-
zierte Wafer extrem empfindlich ist. Dies gilt insbeson-
dere fiilr sprdde Halbleiterwerkstoffe, beispielsweise
Wafer auf Basis Galliumarsenid.

Es ist zwar bekannt, flir die genannte Klebeverbindung
zwischen Wafer und Triger Klebstoffe oder Klebebander zu
verwenden, die ihre Klebewirkung unter Anwendung von
Warme verlieren. Der Tréger kann dann mechanisch vom
Wafer geldst werden. Es verbieibt jedoch das Problem, den
sehr diinnen Wafer anschlieBend sicher zu den nichsten
Bearbeitungsstufen zu transportieren. Mechanische Greif-
einrichtungen bieten keine L&sung, weil sie mechanische
Spannungen im Wafer induzieren, die bis zum Bruch des
Wafers fihren k&nnen.

Aufgabe der Erfindung ist es deshalb, eine Mdglichkeit
aufzuzeigen, einen temporir auf einer ersten Oberfliche
einer Halbleiterscheibe befestigten Tridger nicht nur
sicher von der Halbleiterscheibe wieder zu l8sen, sondern
die Halbleiterscheibe anschlieBend zerstdrungsfrei
weiteren Bearbeitungsschritten zufithren zu kénnen.

Grundgedanke der Erfindung ist es, die Baueinheit von
Wafer und Trédger (den ,stack™) vor dem L&ésen des Tragers
auf einer weiteren ,Trdgereinrichtung“ anzuordnen, und

dabei den Wafer auf seiner dem Triger gegenliberliegenden




Oberfldache erneut temporir festzuhalten. Hierdurch wird
einerseits das Ldsen des Tragers vom Wafer erleichtert,
andererseits steht der Wafer anschlieBend unmittelbar in
einer konfektionierten und definierten Ausrichtung fir
weitere Bearbeitungsschritte, einschlieBlich eines Trans-
ports, zur Verfligung.

Konkret ist dazu vorgesehen, den stack innerhalb eines
Rahmens zu positionieren und gegentiber dem Rahmen auszu-
richten sowie im Weiteren eine Folie zuzuftihren, die
mittig mit der dem Triger gegentiberliegenden zweiten
Oberfldche des Wafers sowie auBenseitig mit dem Rahmen
verklebt wird.

Wird der Trdger anschlieBend, auf bekannte Art und Weise,
vom Wafer geldst, steht der Wafer unmittelbar in der be-
schriebenen weiteren Behandlungs- und Transporteinrich-
tung, die vom Rahmen und der Folie gebildet wird, fir
weitere ProzeBschritte zur Verfligung. Er 1ldRt sich, ohne
dass der Wafer selbst mechanisch beansprucht wird, mit
dem Rahmen transportieren, beispielsweise zu einer nach-
folgenden Schneideeinrichtung, in der der Wafer, der
immer noch auf der Folie aufliegt, in sogenannte Chips
geschnitten wird.

Diese Chips, die in der Regel eine GréBe von maximal
einigen cm® aufweisen, weisen aufgrund ihrer geringen
Grofle eine ausreichende Biegesteifigkeit auf, um sie an-

schlieBend mechanisch von der Folie abziehen zu kénnen.
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Soweit dies erforderlich ist, kann die dem Trdger zuge-
wandte Oberfliache des Wafers zuvor gereinigt werden. Auch
filr diesen ProzeBschritt erweist sich die Konfektionier-
einheit aus Rahmen und Folie als hilfreich.

In ihrer allgemeinsten Ausfiihrungsform betrifft die
Erfindung danach eine Vorrichtung zum L&sen eines
temporar auf einer ersten Oberflédche einer Halbleiter-
scheibe befestigten Trégers von der Halbleiterscheibe,
mit folgenden Merkmalen:

- einer 1. Einrichtung zum Zufiihren eines Rahmens mit
einer Ober- und Unterseite,

- einer 2. Einrichtung zum Zufithren der Halbleiterscheibe
nit Trager in den vom Rahmen begrenzten Raum,

- einer 3. Einrichtung zur fluchtenden Ausrichtung der
inneren, randnahen Oberfldche des Rahmens mit der vom
Triger abgewandten 2. Oberflédche der Halbleiterscheibe,

- einer 4. Einrichtung zur Zufithrung einer Folie, die zu-
mindest auf einer ihrer Hauptfldchen mindestens
partiell eine Haftschicht aufweist,

- einer 5. Einrichtung zur Ausbildung einer Haftverbin-
dung zwischen der die Haftschicht aufweisenden Haupt-
fliche der Folie mit der 2. Oberfache der Halbleiter-
scheibe und der inneren, randseitigen Oberseite des
Rahmens,

- einer 6. Einrichtung zum L&sen des Tragers von der
Halbleiterscheibe.



Es liegt im Rahmen der Erfindung, mindestens eine der
genannten Einrichtungen mit mindestens einer Funktion
mindestens einer weiteren Einrichtung auszubilden. So
kann zum Beispiel eine der Einrichtungen 1 bis 3 so aus-
gebildet sein, dass sie mindestens eine Funktion einer
weiteren dieser Einrichtungen tibernimmt. So kann die 2.
Einrichtung zum Zufithren des Wafers mit Trager (stack) in
den vom Rahmen begrenzten Raum gleichzeitig dazu genutzt
werden, den inneren, randnahen Oberflichenbereich des
Rahmens mit der vom Triger abgewandten zweiten Oberfliche
des Wafers fluchtend auszurichten, also gleichzeitig die
Funktion der 3. Einrichtung zu Ubernehmen.

Ebenso konnen beispielsweise die 4. und 5. Einrichtung
miteinander kombiniert werden, also mit einer Einrichtung
beide Funktionen erfiillt werden.

Nach einer Ausfilhrungsform besteht mindestens eine der
Einrichtungen 1, 2 oder 6 aus einer Greifeinrichtung. Mit
dieser Greifeinrichtung kann der Rahmen oder die Bauein-
heit aus Halbleiterscheibe und Triger zum Beispiel auf
einem Tisch abgelegt werden. Dies kann gleichzeitig unter
Erfullung der Funktion der 3. Einrichtung erfolgen, so
dass die korrespondierenden Oberflichen von Rahmen und
Wafer fluchtend zueinander verlaufen. Die 4. Einrichtung
kann aus einer Abzugseinheit bestehen, die die Folie von
einer Rolle iiber Rahmen und Wafer fithrt und selbst oder
mit Hilfe einer weiteren Einrichtung die Folie
anschliefend auf die genannten Oberflichenabschnitte von
Rahmen und Wafer driickt (rollt) sowie gegebenenfalls die
Folie abschneidet.




Die Folie ist zumindest auf ihrer dem Wafer und Rahmen
zugewandten Oberflache mindestens partiell haftend ausge-
bildet. Sie besteht beispielsweise aus einem Kunststoff-
Basismaterial, beispielsweise aus PVC und einer Klebebe-
schichtung.

Sobald die Folie mit dem Rahmen beziehungsweise der zwei-
ten Waferoberfliche verbunden ist, kann der Tréger auf an
sich bekannte Art und Weise, wie vorstehend beschrieben,
vom Wafgr geldst werden, zum Beispiel mit Wérme, UV-Licht
oder einem Lésungsmittel. Er bleibt dabei, aufgrund der
Klebeverbindung mit der Folie, die selbst am Rahmen

fixiert ist, an der Folie haften.

Um den Tréger zu l8sen, kann die gesamte Einheit aus
Rahmen, Folie, Wafer und Triger zuvor um 180° gedreht
werden, wenn dies verfahrenstechnisch gewlinscht wird.

Die Unterseite liegt dann oben.

Um eine Positionierung des Wafers in der Rahmendffnung zu
erleichtern, sieht eine Ausfilhrungsform vor, den Wafer
mit Abstand zum inneren Rand des Rahmens anzuordnen. Mit
anderen Worten: bei einem iiblicherweise runden Wafer ist
der Durchmesser des Wafers kleiner als der Innendurch-

messer des Rahmens.

Weitere Merkmale der Erfindung ergeben sich aus den Merk-
malen der Unteranspriiche sowie den sonstigen Anmeldungs-
unterlagen.

Die Erfindung wird nachstehend anhand eines Ausfihrungs-
beispiels n3iher erldutert. Dabei zeigen - jeweils in

stark schematisierter Darstellung -




Figur 1

ein Blockbild einer erfindungsgemdfen Vorrichtung

.o

Figur 2: die Anordnung von Wafer und Trdger in einem

Rahmen auf einer Folie
Figur 3: das L&6sen des Tradgers vom Wafer

Figur 4: die Anordnung des Wafers alleine auf der Folie
im Rahmen.

Figur 1 zeigt einen Greifer 10, der einen Rahmen 12
(Figuren 2 bis 4) aus einer Kassette 14 in einer Einheit
16 auf einem Tisch T ablegt. Hierbeil etfullt der Greifer
10 die Funktion der 1. Einrichtung gemdf vorstehender
Beschreibung.

Der Greifer 10 erfiillt gleichzeitig die Funktion der 2.
Einrichtung und dient dazu, aus einem Depot 18 einen
sogenannten stack (Baueinheit aus Wafer und Trager)>der
Einheit 16 zuzufihren und, wie in Figur 2 dargestellt, in
einem vom Rahmen 12 umschlossenen kreisringférmigen Raum
20 abzulegen. .

Der Greifer 10 iibernimmt ebenfalls die Funktion der
erwdhnten 3. Einrichtung und richtet eine innere randnahe
Oberfldche 120 des Rahmens 12 fluchtend mit der dem
Trager 22 abgewandten zweiten Oberfliche 240 des Wafers
fluchtend innerhalb der Einheit 16 auf dem erwihnten

Tisch aus.




Der Greifer 10 entnimmt anschlieBend eine kreisfdrmige
Folie 26 aus einem Stapel 28 und legt diese auf der
Oberfliche 240 des Wafers 24 und dem inneren randnahen
Bereich des Rahmens 12 ab. Eine schematisch in Figur 2
mit 30 gekennzeichnete Rolle, die die Funktion der 5.
Einrichtung hat, fahrt anschlieBend iilber die Folie 26,
die auf ihrer Hauptflache, die dem Wafer 24 und dem
Rahmen 12 zugewandt ist, eine Klebebeschichtung aufweist.
Auf diese Weise wird die Folie 26 mit dem Rahmen 12 be-
ziehungsweise der Waferoberflache 240 (temporar) verbun-

den.

Der Greifer 10 Ubernimmt anschlieBend auch die Funktion
der 6. Einrichtung und tiberfihrt die in Figur 2 darge-
stellte Wafer-/Triager-Kombination, die im Rahmen 12 auf
der Folie 26 aufgeklebt ist, in einen Vorrichtungsteil 32
(sogenannnter ,debonder"), wobei sich der Greifarm auf
dem Transportweg um 180° dreht.

Nach dem Losen des Greifers liegen die Folie 26 bezie-
hungsweise der Rahmen 12 auf einem Tisch auf und der
Triger 22 steht nach oben vor. Er wird im Vorrichtungs-
teil 32 anschlieBend erwdrmt, so dass die Klebeverbindung .
zwischen Trager 22 und Wafer 24 aufgehoben wird. Der
Greifer 10 kann anschliefend den Trager 22 greifen
(Pfeile G) ufid nach oben abheben (Pfeile H in Figur 3).

Es verbleibt der Rahmen 12 mit der anhaftenden Folie 26
und dem auf der Folie 26 anhaftenden Wafer 24 (Figur 4).
AnschlieBend kann die erste Oberfliache 24u des Wafers von
etwaigen Resten des Klebstoffes befreit werden.
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Danach steht die in Figur 4 dargestellte Einheit fir
weitere Behandlungsschritte zur Verfiigung. So kann der
Greifer 10 nunmehr den Rahmen 12 ergreifen und damit den
Wafer 24 zu einer nachfolgenden Schneideinrichtung
filhren, wo er in Chips geschnitten wird, die anschlieBfend

von der Folie 26 gelost werden.
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Vorrichtung zum L&sen eines Trdgers
von einer Halbleiterscheibe

Patentanspriche

1. Vorrichtung zum L&sen eines tempordr auf einer ersten
Oberflédche (24u) einer Halbleiterscheibe (24) befestig-
ten Trigers (22) von der Halbleiterscheibe (24), mit
félgenden Merkmalen:

1.1 einer 1. Einrichtung (10) zum Zufilhren eines Rahmens
(12) mit einer Ober- und Unterseite (120, 12u),

1.2 einer 2. Einrichtung (10) zum Zuftthren der Halblei-
terscheibe (24) mit Tridger (22) in den vom Rahmen
(12) begrenzten Raum (20),

1.3 einer 3. Einrichtung (10) zur fluchtenden Ausrich-
tung der inneren, randnahen Oberfldche (120) des
Rahmens (12) mit der vom Trager (22) abgewandten 2.
Oberflache (24o0) der Halbleiterscheibe (24),

1.4 einer 4. Einrichtung (10) zur Zufilhrung einer Folie
(26), die zumindest auf einer ihrer Hauptfl&chen

mindestens partiell eine Haftschicht aufweist,
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1.5 einer 5. Einrichtung (30) zur Ausbildung einer Haft-
verbindung zwischen der die Haftschicht aufweisenden
Hauptflache der Folie (26) mit der zweiten Ober-
flache (240) der Halbleiterscheibe (24) und der
inneren, randseitigen Oberseite (120) des Rahmens
(12),

1.6 einer 6. Einrichtung (10) zum Lo&sen des Tragers (22)
von der Halbleiterscheibe (24) .

Vorrichtung nach Anspruch 1, bei der mindestens eine der
1. bis 6. Einrichtungen (10, 30) mindestens eine
Funktion mindestens einer weiteren Einrichtung (30, 10)

tibernimmt.

Vorrichtung nach Anspruch 1, bei der mindestens eine der
1. bis 3. Einrichtungen (10) so ausgebildet ist, dass
sie mindestens eine Funktion einer weiteren dieser Ein-

richtungen (10) {ibernimmt.

Vorrichtung nach Anspruch 1, pei der eine der 4. oder 5.
Einrichtungen (10) die Funktion der jeweils anderen Ein-

richtung (10) iibernimmt.

. Vorrichtung nach Anspruch 1, pei der mindestens eine der

1., 2. oder 6. Einrichtung (10) eine Greifeinrichtung
ist.

Vorrichtung nach Anspruch 1, beil der die 5. Einrichtung
(30) eine Andriickrolle umfalt.

Vorrichtung nach Anspruch 1, bei der die 3. Einrichtung
(10) die Halbleiterscheibe (24) mit Abstand zum inneren
Rand des Rahmens (12) in diesen zufihrt.
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Vorrichtung nach Anspruch 1, bei der die 1. und 2. Ein-
richtung (10) den Rahmen (12) beziehungsweise dieggglb-
leiterscheibe (24) mit Trager (22) auf einem Tisch ab-
legen.

Vorrichtung nach Anspruch 1, bei dem die 4. Einrichtung
(10) die Folie (26) von oben in Richtung auf den Rahnmen
(12) und die zweite Oberfliache (240) der Halbleiter-—
scheibe (24) zuftihrt.
Vorrichtung nach Anspruch 1, bei der die 5. Einrichtung
(30) die Folie (26) von oben auf den Rahmen (12) und
die zweite Oberfléache (240) der Halbleiterscheibe (24)
aufdruckt.
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Vorrichtung zum L&sen eines Tragers
von einer Halbleiterscheibe

Patentanspriche

Vorrichtung zum L&sen eines temporédr auf einer ersten
Oberfliche (24u) einer Halbleiterscheibe (24) befestig-
ten Tragers (22) von der Halbleiterscheibe (24), mit

folgenden Merkmalen:

1.1 einer 1. Einrichtung (10) zum Zufithren eines Rahmens
(12) mit einer Ober- und Unterseite (120, 1l2u),

1.2 einer 2. Einrichtung (10) zum Zufithren der Halblei-
terscheibe (24) mit Tradger (22) in den vom Rahmen
(12) begrenzten Raum (20),

1.3 einer 3. Einrichtung (10) zur fluchtenden Ausrich-
tung der inneren, randnahen Oberseite (120) des
Rahmens (12) mit der vom Trager (22) abgewandten 2.
Oberfliche (240) der Halbleiterscheibe (24),

1.4 einer 4. Einrichtung (10) zur Zufithrung einer Folie
(26), die zumindest auf einer ihrer Hauptflachen
mindestens partiell eine Haftschicht aufweist,
dadurch gekennzeichnet, dass folgende weitere

Merkmale vorgesehen sind:
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1.5 eine 5. Einrichtung (30), die eine Haftverbindung
zwischen der die Haftschicht aufweisenden
Hauptflédche der Folie (26) mit der zweiten Ober-
fliache (240) der Halbleiterscheibe (24) und der
inneren, randseitigen Oberseite (120) des Rahmens
(12) ausbildend ausgestaltet ist,

1.6 eine 6. Einrichtung (10), die anschlieflend den
Trdger (22) von der Halbleiterscheibe (24) 1dst.

. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass mindestens eine der 1. bis 6. Einrichtungen (10,
30) mindestens eine Funktion mindestens einer weiteren

Einrichtung (30, 10) idbernimmt.

. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,

dass mindestens eine der 1. bis 3. Einrichtungen (10) so
ausgebildet ist, dass sie mindestens eine Funktion einer

weiteren dieser Einrichtungen (10) ibernimmt.

. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass eine der 4. oder 5. Einrichtungen (10) die Funktion

der jeweils anderen Einrichtung (10) {bernimmt.

Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass mindestens eine der 1., 2. oder 6. Einrichtung (10)

eine Greifeinrichtung ist.

Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,

dass die 5. Einrichtung (30) eine Andriickrolle umfaft.



10.

. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,

dass die 3. Einrichtung (10) die Halbleiterscheibe (24)
mit Abstand zum inneren Rand des Rahmens (12) in diesen

zufihrt.

Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass die 1. und 2. Einrichtung (10) den Rahmen (12)
beziehungsweise die Halbleiterscheibe (24) mit Trager

(22) auf einem Tisch (T) ablegen.

Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass die 4. Einrichtung (10) die Folie (26) von oben in
Richtung auf den Rahmen (12) und die zweite Oberflache
(240) der Halbleiterscheibe (24) zufihrt.

Vorrichtung nach Anspruch 1, dadﬁrch gekennzeichnet,
dass die 5. Einrichtung (30) die Folie (26) von oben
auf den Rahmen (12) und die zweite Oberflidche (240)
der Halbleiterscheibe (24) aufdriickt.
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